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1.1 Domeniu Acest standard este o colecție de reprezentări vizuale de cerințe de calitate acceptabilă pentru ansamblurile
electronice. Acest standard nu specifică cerințe pentru evaluarea secțiunilor.

Acest document prezintă cerințele de acceptare pentru fabricarea de ansambluri electrice și electronice. În trecut, standardele
electronicii de asamblare conțineau mai mult colecții vaste de elemente ajutătoare de instruire care se adresau principiilor și
tehnicilor de asamblare. Pentru o înțelegere mai bună și completă a cerințelor și recomandărilor acestui document, se poate
folosi acest standard împreună cu IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 și IPC J-STD-001.

Criteriile din acest standard nu sunt în mod deliberat prezentate pentru a defini acțiuni de realizare a proceselor de asamblare
și nici nu sunt elaborate pentru autorizarea de reparații/modificări sau schimbări ale unui produs al clientului. De exemplu,
existența criteriilor pentru adezivul de fixare al componentelor nu presupune/autorizează/cere utilizarea adezivului de fixare
și prezentarea înfășurării unui fir în sensul acelor de ceasornic pe un terminal nu presupune/autorizează/cere ca toate
terminalele/firele să fie înfășurate în aceeași direcție.

Utilizatorii acestui standard ar trebui să fie bine informați despre cerințele aplicabile ale acestui document și cum să fie ele
aplicate.

Dovezile obiective ale demonstrării cunoașterii acestor informații ar trebui să fie menținute. Acolo unde dovezile obiective nu
sunt disponibile, organizația ar trebui să efectueze o verificare periodică a îndemânărilor personalului în aplicarea corectă a
criteriilor vizuale.

IPC-A-610 are criterii în afara domeniului descris în IPC J-STD-001, definind cerințe de manipulare, mecanice și de alte lucrări
manuale. Tabelul 1-1 prezintă concis documentele asociate.

Tabel 1-1 Rezumat al Documentelor Asociate

Scopul Documentului Specificația Descriere
Standarde de Proiectare IPC-2220 (Seriile)

IPC-7351
IPC-CM-770

Cerințe de proiectare reflectând cele trei nivele de complexitate (Nivelele A, B
și C) indicând finețea geometrilor, densități mai mari, mai mulți pași de proces
pentru a realiza produsul.
Linii Directoare pentru Componente și Procese de Asamblare ca ajutor în
proiectarea circuitelor imprimate și la asamblare acolo unde procesele de
fabricație ale circuitelor imprimate sunt concentrate pe realizarea landurilor
de montaj pe suprafață și asamblarea se focalizează pe principii ale montajului
pe suprafață și în găuri, acestea fiind în mod normal cuprinse în proiectarea
procesului și a documentației.

Cerințe PCB IPC-6010 (Seriile)
IPC-A-600

Documentații de acceptabilitate si cu cerințe pentru plăci rigide, rigid-flexibile,
flexibile și alte tipuri de substrat.

Documentație Produs Final IPC-D-325 Documentația care arată cerințele finale ale plăcilor cu circuite imprimate
neechipate proiectate de client sau rezultate din cerințele produsului final.
Detaliile pot să aibă sau nu legătură cu specificații industriale, standarde
de lucrări manuale sau tot așa de bine cu preferințele proprii ale clientului
sau cu alte cerințe interne.

Standarde Produs Final J-STD-001 Cerințe pentru lipirea ansamblurilor electrice și electronice care descriu
caracteristicile minime de acceptare ale produsului final precum și metodele
pentru evaluare (metode de test), frecvența testărilor și posibilitățile de aplicare
a cerințelor de control ale procesului.

Standard de Acceptabilitate IPC-A-610 Un document interpretativ ilustrat indicând diferite caracteristici
corespunzătoare ale circuitelor imprimate și/sau ansamblu în legătură cu
condițiile dorite și care depășesc caracteristicile minime acceptabile prezentate
de standardul de performanță al produsului final și care reflectând anumite
condiții ieșite de sub control (indicator de proces sau defect) ajută evaluatorii
proceselor din ateliere în luarea deciziei necesare pentru acțiuni corective.

Programe de Instruire
(Opțional)

Cerințe documentate de instruire pentru predarea și învățarea procedurilor
de proces și tehnicilor pentru implementarea cerințelor de acceptare fie a celor
din standardul produsului final, standarde de acceptare sau cele din cerințele
detaliate în documentația clientului.

Reprocesare și Reparații IPC-7711/7721 Documentație care ilustrează proceduri de realizare corespunzătoare a
îndepărtării și reamplasării de acoperiri de protecției și componente, reparații
de solder mask, modificări/reparații de material de bază, trasee conductoare
și găuri metalizate.
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